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	 印制板领域拟转化国际标准项目的清单

	序号
	国际标准编号
	国际标准中文名称
	标准
	制定/修订

	
	
	
	类别
	国家标准

	1
	IEC 60068-2-82
	环境试验-第2-82部分测试方法XW1：电子电气元器件晶须测试方法
	方法
	制定

	2
	IEC 61188-1-1
	印制板及印制板装联设计及使用—第1-1部分:总要求—电子装联技术对平整度的考虑
	基础
	制定

	3
	IEC 61189-2-721
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第2-721部分：印制电路用材料测试方法-采用分离介质谐振器在微波频率下测量覆铜层压板的相对介电常数和损耗角正切
	方法
	制定

	4
	IEC 61189-3
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第3部分：印制板测试方法
	方法
	修订

	5
	IEC TS 61189-3-301
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第3-301部分：印制板测试方法-印制板表面镀层外观检查方法
	方法
	制定

	6
	IEC 61189-3-719
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第3-719部分：印制板测试方法-印制板温循状态下单个镀覆孔电阻变化监控方法
	方法
	制定

	7
	IEC 61189-3-913
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第3-913部分：印制板测试方法-高亮度LED用印制板热导率测试方法
	方法
	制定

	8
	IEC 61189-5
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第5部分：印制板组装件测试方法
	方法
	制定

	9
	IEC 61189-5-1
	电子材料、印制板和印制板组装件试验方法—第5-1部分：印制板组装件通用测试方法-印制板组装件导则
	基础
	制定

	10
	IEC 61191-6
	印制板组装件—第6部分：BGA和LGA的焊点空洞的评估要求及测试方法
	方法
	制定

	11
	IEC 61192-5
	电子组装件焊接工艺要求 第5部分：电子组装件焊接的返工、修改和返修
	基础
	制定

	12
	IEC 61193-2
	质量保证体系 第2部分：电子元器件和封装检验用抽样方案的选择和使用
	基础
	制定

	13
	IEC 61193-3
	质量保证体系 第3部分：印制电路板及其基材的工艺过程审核及最终产品检验用抽样方案的选择与使用
	基础
	制定

	14
	IEC 61249-2-9
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-9部分：覆铜或不覆铜的增强基材—限定燃烧性的E玻纤布增强改性溴化环氧覆铜箔层压板
	产品
	制定

	15
	IEC 61249-2-10
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-10部分：覆铜或不覆铜的增强基材—限定燃烧性的E玻纤布增强改性或不改性溴化环氧及氰酸酯覆铜箔层压板
	产品
	制定

	16
	IEC 61249-2-30
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-30部分：覆铜或不覆铜的增强基材—限定燃烧性的玻璃纤维布增强氰酸酯改性无卤环氧覆铜箔层压板
	产品
	制定

	17
	IEC 61249-2-31
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-31部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的4.1）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板印制电路及其他内连接结构用材料-第2-31部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的4.1）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板
	产品
	制定

	18
	IEC 61249-2-32
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-32部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的3.7）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板
	产品
	制定

	19
	IEC 61249-2-33
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-33部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性无卤树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的4.1）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板
	产品
	制定

	20
	IEC 61249-2-34
	印制电路及其他内连接结构用材料-第2-34部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性无卤树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的3.7）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板
	产品
	制定

	21
	IEC 61249-2-43
	"印制板及内连接结构用材料-第2-43部分：覆或不覆铜的增强基材-无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧）的纤维素纸有/无编制E玻璃布增强无卤环氧覆铜箔层压板 "
	产品
	制定

	22
	IEC 61249-2-44
	"印制板及内连接结构用材料-第2-43部分：覆或不覆铜的增强基材-无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧）的有/无编制E玻璃布增强无卤环氧覆铜箔层压板 "
	产品
	制定

	23
	IEC 61249-4-1
	用于印制板和其它内连接结构的材料 第4-1部分：不覆铜的预浸料分规范系列（用于挠性印制板）-限定燃烧性的E玻璃纤维布增强环氧
	产品
	制定

	24
	IEC 61249-4-2
	用于印制板和其它内连接结构的材料 第4-2部分：不覆铜的预浸料分规范系列（用于多层印制板）-限定燃烧性的E玻璃纤维布增强多官能团环氧
	产品
	制定

	25
	IEC 61249-4-5
	用于印制板和其它内连接结构的材料 第4-5部分：不覆铜的预浸料分规范系列-限定燃烧性的E玻璃纤维布增强改性或未改性的聚酰亚胺
	产品
	制定

	26
	IEC 61249-4-11
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-11部分：不覆铜的预浸料系列分规范—限定燃烧性的无卤环氧玻纤布粘结片
	产品
	制定

	27
	IEC 61249-4-12
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-12部分：不覆铜的预浸料系列分规范—限定燃烧性的无卤多官能团环氧玻纤布粘结片
	产品
	制定

	28
	IEC 61249-4-14
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-14部分：用于多层印制板的不覆铜预浸料系列分规范—无铅装联用限定燃烧性的E玻璃纤维布增强环氧
	产品
	制定

	29
	IEC 61249-4-15
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-14部分：用于多层印制板的不覆铜预浸料系列分规范—无铅装联用限定燃烧性的E玻璃纤维布增强多官能团环氧
	产品
	制定

	30
	IEC 61249-4-1IEC 6
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-16部分：不覆铜的预浸料系列分规范(用于多层印制板的制造)—无铅装配用限定燃烧性（垂直燃烧试验）的多功能无卤环氧玻纤布粘结片
	产品
	制定

	31
	IEC 61249-4-17
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-17部分：不覆铜的预浸料系列分规范(用于多层印制板的制造)—无铅装配用限定燃烧性（垂直燃烧试验）的无卤环氧玻纤布粘结片
	产品
	制定

	32
	IEC 61249-4-18
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-18部分：不覆铜的预浸料系列分规范(用于多层印制板的制造)—无铅装配用限定燃烧性（垂直燃烧试验）的E玻纤布增强高性能环氧
	产品
	制定

	33
	IEC 61249-4-19
	印制电路及其他内连接结构用材料-第4-18部分：不覆铜的预浸料系列分规范(用于多层印制板的制造)—无铅装配用限定燃烧性（垂直燃烧试验）的E玻纤布增强无卤高性能环氧
	产品
	制定

	34
	IEC 61249-5-1
	印制电路板材料 第5部分 涂覆或非涂覆的导电箔或膜分规范 第1部分：覆铜箔层压板用铜箔
	产品
	制定

	35
	IEC 61249-5-4
	印制电路板材料 第5部分 涂覆或非涂覆的导电箔或膜分规范 第4部分：导电浆料
	产品
	制定

	36
	IEC 61249-6-3
	印制电路用处理E玻璃纤维布规范
	产品
	制定

	37
	IEC 61249-8-1
	印制板组件用电绝缘材料的性能和鉴定
	产品
	制定

	38
	IEC 61249-8-5
	永久性阻焊和挠性覆盖材料的性能和鉴定
	产品
	制定

	39
	IEC 61249-8-8
	内连接结构用材料 第8部分：不导电薄膜及覆盖层分规范 第8部分：暂时覆盖层
	产品
	制定

	40
	IEC 61760-3
	表面安装技术-第3部分：规范通孔回流焊器件的标准方法
	基础
	制定

	41
	IEC 61760-4
	表面安装技术-第3部分：湿敏器件的处理、标记、包装和分类
	基础
	制定

	42
	IEC 62090
	使用条形码和二维符号的电子元件的产品包装标签
	基础
	制定

	43
	IEC 62137-4
	电子装联技术-第4部分：阵列型封装表面安装器件焊点的环境和耐久性测试方法
	方法
	制定

	44
	IEC 62326-20
	印制板-第20部分：高亮度LED用印制板
	产品
	制定

	45
	IEC 62421
	电子装联技术-电子模块
	产品
	制定

	46
	IEC 62866
	印制板和组装件的电化学迁移—机制及测试方法
	方法
	制定

	47
	IEC 62878-1-1
	嵌入式基板-第1-1部分：总规范-测试方法
	方法
	制定

	48
	IEC 63017
	挠性印制板-阻抗变化补偿方法
	方法
	制定

	49
	IEC 63018
	挠性印制板-使用降噪声措施后信号损耗方法
	方法
	制定

	50
	IEC 63055
	LSI-封装—印制板共通设计结构
	基础
	制定


